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1. Yo, Luz ClemenciÆ DE PAEZ, en ml condición de apoderada de la 

sociedad solicitante de la patente de la referencia, de acuerdo con la 

sustitución del poder a ml otorgada por el doctor Emilio Ferrero, me 

refiero al oficlo No. 1.3912 notificado par fijación en lista del 04 de 

dicienthre de 2009. 

2. Mediante oficio No. 13912 se puso en conocimiento del solicitante el 

informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la 

� presente solicitüd de patente. Atiendo a las observaciones de la manera 

s iguiente.: 

2.1 Descpción 

Con respecto al texto de la descripciOn el Examinador ha objetado 

lo siguiente: 

- El texto de la solicitud debe redactarse en lenguaje tØcniôo 

clara 

- La descripci6n revela el uso de ciertos elementos para unir un 

conj unto pero no la forma de obtener la herraniienta 

Se presentan errores de transcripción, redacción y traducciôn 
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- Los decimales de la pàgina 3 no seencuentran de acuerdo con el 

Sistema Internacional de tJnidades 

- No es ólara la expresión ’estÆn conectadas por presión sobre 

una terminaciones’ en la pàgina 10 

- No es clara la expresión ’Un eje vertical’ y ’planeidad’ en la 

pÆgina 13 

- El Examinador considera que en el texto se hace mal uso de las 

preposiciones sobre, hasta, etc. asi como de los gerundios 

- No se respetaron las mÆrgenes 

2.2 R.eivindicaciones 

De la misma manera, el Examinador ha objetado lo siguiente para 

� el pliego 

- Las reivindicaciones 1, 35, 40 y sus dependientes son 

indefinidas y carecen de sustento 

- La reivindicaciôn 1 no coincide con el titulo de la solicitud 

- Las reivindicaciones 2 y 3 carecen de sustento descriptivo 

- Las reivindicaciones 4 a 24 no tienen enlace lôgico con las 

precedentes - 

- Las reivindicaciones 25 a 34 no tienen enlace lOgico con las 

precederites 

- La reivindicaciÆn 28 es igual a la 33 afectando la concision 

del pliego 

- Las reivindicaciones 35 a 39 se redactaron en tØrminos del 

resultado a obtener 

� - Las reivindicaciones 40 y 41 se salen del 6mbito de la 

solicitud 

- Existe mÆs de una reivindicaciOn independiente de producto 

2.3 T3nidad de invención 

De acuerdo con el Examinador, existen tres grupos de 

reivindicaciones no enlazadas por un concepto comün e inventivo. El 

primer grupo (reivindicaciones 1 a 34) estÆ relacionado con un mØtodo 

de disposición en un soporte, el segundo grupo (reivindicaciones 35 a 

39) estÆ relacionado con un dispositivo de colocaciOn y el ültimno grupo 

(reivindicaciones 40 y 41), el cual se relaciona con un objeto 

portÆtil. 
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3. Con el fin do subsanar las objeciones expuestas, se desean presentar 

las siguientes modificaciones y argumentos: 

3.1 Modificación de una  solicitud en trÆmite 

De acuerdo con el artIculo 34 de la Decision 486 de la ComisiOn 

de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificaciOn de una 

solicitud es pasible en cualquier momenta del trªmite mientras no 

implique una ampliaciOn do la solicitud inicial, me permito presentar 

una nueva memoria descriptiva, asi como un nuevo pliego reiv–ndicatorio 

conformado por 38 reivindicaciones. Las modificaciones realizadas son 

las siguientes: 

� En primer lugar se han revisado la traducciOn, la transcripciOn y 

la redacciOn del texto de la solicitud con el fin de atender las 

observaciones realizadas por el Examinador. De esta manera, se han 

realizado las correcciones pertinentes para presentar la invenciOn de 

farina mÆs clara y con el lenguaje tØcnico correspondiente. De la Inisma 

. farina, tanto el texto descriptivo como las reivindicaciones emplean los 

nismos tØrminos tØcnicos y hacen referenda a los mismos elementos de 

la invenciOn. 

Adicionalmente se han corregido los decimales sefialados par el 

Examinador, de farina quo ahora se dividen con comas y no con puntos. Se 

ha corregido el empleo de los tØrininos ’un’ y ’unos’ en los casos en 

que Østos pueden generar confusiones. Se han corregido igualrnente los 

tØrminos que no existen en el idioma Castellano. Se han corregido las 

preposiciones y los gerundios que afectaban el sentido del texto. 

Igualmente so han corregido las mÆrgenes del texto. 

De otro lado, se ha corregido el pliego reivindicatorio para 

presentar con mayor claridad el mØtodo y el dispositivo. De la misma 

. manera y tal como se mencionO arriba, se ha corregido la redacción y 

los tØrminos que no se encontraban de acuerdo con el lenguaje tØcnico 

de la descripción, para presentar do forma mÆs clara la invenciOn. Por 

esta razOn consideramos quo las reivindicaciones no carecen de 

sustento, toda vez que hacen referenda a modalidades debidamente 

reveladas en la descripciOn. S Igualmente, todas las reivindicaciones 

tienen un enlace l6gico. al definir especificidades de las modalidades 

de la invenciOn. A este respecto es relevante mencionar que las 

El 
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reivindicaciones 24 a 33 hacen referenda a las modalidades descritas 

en las paginas 13 a 16 do la descripciÆn y las cuales determinasos 

necesarios para la colocación del conjunto electronic pendie do e 

las dimensiones del alojamiento on el que se introducirÆ e p. Cada 

una de las modalidades estÆ entonces introducida en el preÆmbulo de las 

reivindicaciones, el cual es seguido por su correspondiente 

caracteri zación 

Finalmente, siguiendo las observaciones del Examinador, so han 

eliminado las reivindicaciones relativas al objeto portÆtil, 

Por lo tanto, consideramos quo la descripciOn y el pliego 

reivindicatorio son claros. Adicionalmente, el pliego reivindicatorio 

se encuentra debidamente presentado, definido y sustentado en la 

descripciOn, por lo que atentamente solicitamos tener en cuenta las 

modificaciones arriba iridicadas, para superar las objecionos formuladas 

a este respecto. 

S.
 Adicionalmente deseamos manifestar que las reivindicaciones 

presentadas en esta oportunidad gozan del privilegio de patente 

otorgado por la Of icina Europea de Patentes bajo el rnmero EP 1846874 

Bl desde Noviexnbre 05, 2008, asi como por la Oficina Espafola do 

Patentes bajo el nimero ES 2318724_T3. 

Aclaraciones sobre la invenciOn 

Teniendo en cuenta los comentarios del Examinador con respecto a 

�la  expresiOn ’estªn conectadas por presiOn sobre una terminaciones’ 

con el fin de aclarar algunos puntos sobre la invenciOn, deseamos poner 

de presente lo siguiente: 

Con las modificaciones introducidas a la reivindicación 1, el 

. mØtodo hace referencia a un paso do ’presionar’. Durante este paso de 

presiOn en el sustrato, un extremo del segmento so coloca de frentea 

un contacto del chip o es aplicado contra dicho contacto La conexión 

elØctrica se logra gracias la presiOn de los segmentos sobre las 

protuberancias de los contacto.s o por la fusiOn de las protuberancias 

� debido a la presencia de calor. Do acuerdo con una raodalidad do la 

invenciOn, dicha conexión so da por puntos de soldadura durante o 

� despuØs de presionar el conjunto chip-segmentos en el sustrato. 
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La conexión elØctrica del chip con los segmentos no se da 

necesariamente durante el paso de presión. De acuerdo con las 

inodalidades, la conexión tanibiØn puede darse antes o despuØs del paso 

de presionar el conjunto chip-seginentos en el sustrato. 

Por lo tanto, cuando el texto de la invención hace referencia a 

conex�iOn por presióri se refiere a cualquiera de las modalidades 

precedentes. 

3.2 Unidad de invención 

El Examinador considera que la presente solicitud carece de 

unidad de invenciÆn argumentando que existen tres grupos de 

reivindicaciones difererites que no estÆn enlazadas por un concepto 

comün  inventivo. 

A este respecto, solic.itamos atentamente tener en cuenta que las 

reivindicaciones 40 y 41 relativas al objeto portªtil han sido 

elirninadas del pliego reivindicatorio. 

De otro lado, nos encontramos en desacuerdo con las apreciaciones 

del Examinador cuando considera que el mØtodo y el dispositivo no se 

encuentran enlazados por un concepto comcin inventivo. A partir de la 

lectura de la descripción y del pliego reivindicatorio es posible 

establecer que el mØtodo de colocaciÆn de un conjunto electrónico sobre 

un soporte requiere un dispositivo de instalaciOn (6) para ilevar a 

cabo los pasos de toma del segmento (3, 31) de pista conductora y del 

chip (4). Dicho dispositivo de instalación tal como se define en: las 

reivindicaciones 34 a 38 estÆ concebido en función del mØtodo de las 

reivindicaciones 1 a 33 y por lo tanto, sus caracteristicas tØcnicas 

estÆn definidas de acuerdo con dicho mØtodo. Consecuentemente, 

solicitamos atentamente la reconsideración de la objeción formulada a 

� este respecto, ya que tanto el mØtodo como el dispositivo de 

instalación estÆn cobijados por un concepto comün inventivo: la 

colocaciÆn de un conjunto electrónico sobre un sustrato. 

4. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por 

su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente 

solicito que se continue su tramitación. 
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6. 2NZXOS 

� Nuevo pliego reivindicatorlo conformado por 38 reivindicaciones 

� Formulario de modificaciones en soilcitud pendiente 

� Recibo por concepto de la presentaciôn de cinco 

reivindicaciones adicionales a la dØcima por valor de $728.000 

� Copia autØntica de la sustituciôn de poder efectuada a mi favor 

por el Doctor Emilio FERRERO. 

Seæora Directora, 

LTJZ CLEMENCIA DE PAEZ 

� C.C. 35.456.344 de UsaquØn 

T.P.A. No. 23.555 

COLO- 160 32-8 4 1-00 1-6 

j/\ JMS\J14S\ID-1�6601\WPC16032  
V No. M-2010-166601\3MS 
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Anexos 

.1 .0 Comprobante de pago de la tasa por $114.000, por concepto de modificaciones. 

Ei Comprobante de pago por 28 reivindicaciones adicionales despuØs de la dØcima 
reivindicación por $728.000.00. 

0 Poderes, Si fuere el caso 

0 Documento que acredita la existericia y representación legal de las partes, cuando sean 
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Fader confer ida el : 3047- 2007. 
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$Yo,
 EMILIO FERRERO, obrando coma apoderado principal del 

poderdante arriba mencionado, mediante el presente escrIto 

sustituyo el poder a mi otorgado a la doctora LtJZ CLEMENCIA DE 

PAEZ, identificada con cØdula de ciudadania No. 35.456.344 y 

Tarjeta Frofesional N023.555, con todas las facultades que me 

fueron conferidas. 

Hago la anterior sustitución conforme al artIculo 66 del 

Código de Procedimiento Civil. 

Seæora Jefe, 

� QL 
EMILIO FERRERO 

T.P.A. .° 31.929 

C.C. N° 438.019 de UsaquØn 

Acepto: 

LUZ CL EMENCIA DE 
77c 

PA cE.Ø?
 

T.P.A. N°23.555 

C.C. No. 35.456.344 deU aquØn 
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METODO DE COLOCACION DE UN CONJUNTO ELECTRONICO SOME UN 

SUSTRATOY DISPOSITIVO DE COLOCACJON DE DICHO CONJUNTO 

Campo tØcrdpo 

H La presente invenciOn hace referenda, at campo del ensamblaje de 

transpondedorØs, de tarjeta chip, do circuitos integrados u, otro soporte de datos 

nurnricos y rns particularmente a Is colocaciôn, of montaje y Is coæexiôn do 

conjuntos electronicos sobre un soporte aistante ilamado mÆs comunmente 

sustrato. 

]icnica anterior 

Se entiàndŁ por conjunto electrOnico un componente en forma de chip 

semiconductor of cuäi estÆ provisto, sobre una de sus caras, do unas zonas de 

contactos elØctricos y sobre las cuätes so disponen unos segmentos do pistas 

conductoras que prolongan dichos contactos. Estos segmentos de pistas permiten. 

quo of chip se conecte a elementos e temos situados sobre el sustrato. Por 

ejemplo, en un transpondedor los segmentos do pistas del conjunto sirven pars 

conectar este Oltho a los extremos do una antena dispuesta sobre Is perrferia del 

sustrato. 

Existen varies metodos do colocación y do conexiOn do un chip 0 do un conjunto 

electrônico sobre un sustrato quo incluye pistas conductoras, a saber: 

El documento EP0694871 describe un metodo de colocación do un chip efectuado 

S con Is ayuda do una herramienta do prensado en caliente. El chip es tornado per 

la herramienta con Is cara que incluye fØ$ contactos dirigida hacia arriba y 

despUØs so prensa en caliente sobre el material del sustrato. La cara que incluye 
los contactos aflora a Is superficie del sustrato Las coriexiones son realizadas por 

serigrafia o por trazado do’ pistas per rn.edio de una tints conductors quo conecta 

of chip a una antena, por ejemplo Segin una modalidad, so dispone un segmento 

do pista sobre el sustrato y el chip es prensado en cahente con Is cars quo Ileva 

los contactos dirigida hacia el sustrato, pars realizar una conexion por presión do 

un contacto do dicho chip sobre of segmento do pista. 

En of docurnento W098126372, el chip incluye unos contactos on relieve y estÆ 

dispuesto con Is cars que Ileva los contactos dirigida hacia el sustrato. Los 

contaótos del chip son aplicados contra los terminales conductores de una antena 



impresa en el sustrato. Una hoja intermedia de material plªstico es colocada sobre 

el sustrato equipado de este modo recubriendo el chip. Una segunda hoja recubre 

el sustrato antes del proceso de laminado en caliente del ensamblaje de hojas. 

Este mØtodo Ilamado tØcnica del "chip invertido" o "flip chip" permite realizar en 

una sola operaciOn la instalaciOn y la conexión del chip y garantizar un espesor 

minima de ensamblaje. 

El documento W098/44452 describe un proceso de fabricaciOn de una tarjeta chip 

que incluye al menos un microcircuito en el sustrato de la tarjeta. El microcircuito 

estÆ dispuesto de tal manera que los bornes de salida quedan dirigidos hacia 

arriba. La conexión de los bornes con los contactos de una antena situados sobre 

la superficie del sustrato se efectUa mediante la aplicaciôn de una tinta conductora 

por medio de una jeringa. El microcircuito se dispone en el fondo de una cavidad 

$ 
cuya profundidad es mayor a su espesor, de manera que se deja un espacio libre 

para cubrir dicho microàircuito de resina despuØs de que se realizan las 

conexiones. Estas Ciltimas se adaptan al perfil del microcircuito y al de la cavidad 

antes de Ilegar hasta los contactos o las pistas impresas sobre la superficie del 

sustrato. 

En el mØtodo del documento EP1410322, un módulo completo que incluye un chip 

equipado con zonas de contacto estÆ dispuesto desde una banda de soporte 

sobre un sustrato que incluye pistas conductoras impresas, igualmente dispuestas 

en dicha banda. Se dispone un môdulo entre los elementos que estÆn fijados 

sobre la banda, enfrente de una pardon de ella y que estâ provista de un conjunto 

de pistas conductoras que forman, por ejemplo, una antena. DespuØs, Øste es 

separado de La banda para ser adherido sobre el sustrato cerca de las 

terminaciones de la antena. La conexiOn entre las zonas de contacto del mOdulo y 

Ia antena es efectuada por presiOn y engaste con un dispositivo apropiado durante 

el encolado del módulo. 

El documento FR2780534 describe el mØtodo de fabricaciOn de un objeto que 

incluye un cuerpo con una pastilla semiconductora provista de zonas de contacto 

sobre una de sus caras y de metalizaciones que forman una antena. El mØtodo 

consiste en insertar la pastilla mediante prensado en caliente sobre una placa de 

material termoplÆstico. La cara de la pastilla que estª provista de zonas de 

contacto estÆ colocada de tal manera que aflora sobre una de las caras de la 

placa. Las metalizaciones que forman la antena, as[ como los enlaces de las 
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zonas de contacto de la pastilla son realizados sobre la misma cara de la placa por 

medlo do serigrafia con tinta conductora. 

Este mØtodo se vuelve inaplicable cuando las dimensiones de la pastilla 

semiconductora son muy pequenas, es decir, en el orden de algunas decenas do 

milimetros. En efecto, la serigrafia a la aplicaciOn de materia conductora mediante 

otro mØtodo (trazado, proyecciOn) no permite alcanzar la precision necesaria para 

evitar cortocircuitos a rupturas de contacto al nivel de las zonas de conexión de la 

pastilla. 

El inconveniente principal de los mØtodos do colocaciOn y de conexiOn 

anteriormente descritos es su falta de precisiOn, sobretodo cuando las 

dimensiones del chip quo forman el conjunto electrOnico son muy reducidas, par 

ejemplo del orden de 0,2 mm por 0,2 mm. Adicionalmente, la distancia que separa 

los segmentos de pista unidos a los contactos del chip es muy reducida: 0,05 mm, 

requiriendo una gran precisiOn do posicionamiento y de conexiOn. 

En los tres primeros ejemplos, un chip 0 Ufl microcircuito es colocado sabre el 

sustrato con los contactos prensados sobre las pistas impresas y sobre una cara 

del sustrato (chip invertido), a con los contactos aparentes conectados 

posteriormente. Estos dos tipos de procedimiento se vuelven poco fiables cuando 

el tamaæo del chip y el do los contactos disminuye. 

En el penultimo ejemplo, los mOdulos son fabricados separadamente y dispuestos 

sobre una banda antes do ser colocados sabre el sustrato. Este mØtodo tamblØn 

ha resultado ser relativamente lento y costoso. 

DescripciOn sumaria de la invenciÆn 

El objetivo do Ia presente invenciôn es garantizar una precision maxima tanto al 

nivel de fabricaciOn de un conjunto electrOnico a partir do un chip de pequenas 

dimensiones, como al nivel de colocación de dicho conjunto sobre un sustrato 

aislante. Otro objetivo consiste en alcanzar un costo de prod ucción de 

transpondedores muy bajo con un ritmo de fabricaciOn elevado. 

Estos objetivos son alcanzados gracias a un mOtodo de colocación sabre un 

soporte Ilamado sustrato, de a! menos un conjunto electrônico constituido par un 

chip que incluye al menos un contacto elØctrico sobre. una do sus caras, y dicho 

contacto estÆ conectado a un segmento do pista conductora, dicha colocaciOn se 
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efectüa por medio do un dispositivo de lnstalación quo mantiene y sitca dicho 

conjunto sabre el sustrato, caracterizado por el hecho do quo comprende las 

etapas siguientes: 

- formación do un segmento de pista conductora que posee un coritorno 

predeterminado 

= transferencia del segmento de pista. sobre el dispositivo de instalación 

- toma del chip con el dispositivo de instalación quo lieva el segmento de pista do 

manera quo dicho segmento de pista so sitüe sobre at menos un contacto del chip. 

- colocación del conjunto electrOnico constituido par el chip provisto del segmento 

do pista en una posición predeterminada sobre el sustrato, 

- introduccin del chip y del segmento de pista en el sustrato. 

El tØrmino sustrato se refiere a cualquier soporte aislante, sea una tarjeta, una 

etiqueta, un objeto a una porciôn do Ia estructura del objeto (caja de aparato, 

etiqueta do identificacin, caja, forro do embalaje, documento, etc.) susceptible do 

estar equlpado con un conjunto electrónico segün el mØtodo anterior. 

Segn una modalidad preferida, el segmento de pista consiste en una tÆrnina con 

una forma cualquiera estampada a partir de una hoja do material conductor con la 

ayuda do una herramienta de estarnpado Este es posteriormente trasladado 

sobre of dispositivo do instalación quo Ia mantiene par ejemplo, con un dispositivo 

de aspiracion de aire. En general, el nürnero de segmentos do pista estampados 

corresponde al nümero de contactos del chip. Estos son mantenidos en el 

dispositivo de instalación segcin una distribución que depende do la colocaciôn de 

los contactos sobre el chip. Su forma y sus dimensiones individuales tamblØn son 

determinadas por la conflguraciOn do los contactos del chip. Lo mismo sucede can 

las pistas conductoras del sustrato. 

Los segmentos de pista tambiØn pueden constituir la antena do un transpondedor 

quo funciona por ejemplo en el campo do frecuenclas UHF (Ultra High Frequency). 

En un ejemplo, el extremo del segmento que no estØ conectado al chip permanece 

libre, es decir sin conexiOn a otras pistas sobre el sustrato Segün otra 

configuracion, al segmento forma un bucle cuyo extremo estÆ conectado al chip. 

Este segmento, por supuesto, puede ser tratado por el dispositivo de instalaciôn 
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de la misma manera,que un segmento que incluye un solo extremo cone tado al 

chip. 

En este tipo de configuracion, tambien es posible que el chip incluya otros 

contactos apartir de los u. a.Ies algunos segmentos son conectados a pistas o a 

superficies de contacto dispuestas sabre el sustrato 

�Segün una modalidad, el-dispositivo  de instalaciOn sobre el cual estàn fijados los 

.segmentos de pista torna un chip por aspfraciOn y los extremos de l,s segmentos 

de pista son aplicados contra los contactos del chip Este conjunto as 

posteriorrnente colocado y prensado sabre el sustrato en el lugar previsto y los 

extremes hbres de los segmentos de pista se conectan a las terminaciones de un 

ôircuito  presents sobre el sustrato (por ejemplo, una antena). 

El objeto de la presents invención consists tambiŒn en un dispositivo de 

instalaciOn destinado a disponer sobre un sustrato, un conjunto electronico que 

incluye un chip provisto de al menos un contacto elØctrico conectado a un 

segmento de pista oonductora en donde dicho dispositivo estÆ equipado con 

medios de posicionamiento y de prensado del conjunto electrónico sabre el 

sustrato. El dispositivo estÆ caracterizado porque incluye unÆ cabeza provista de 

medios de retencion de al menos un segmento de pista conductora y dichos 

medios de retenciôn son solidarios con los medios de toma y de retenclón de  un 

chip, de tal manera que el segmento de pista se conecta con al menos un contacto 

del chip. 

Los medios de retención del segmento de pista estan constituidos preferiblemente 

por un dispositivo de aspiración de awe que crea un vaclo sobre una de las cams 

del segmento de pista Se puede prover un dispositivo similar para tomar un chip 

con un extremo del segmento de pista aplicada contra un contacto del chip El 

conjunto de osta modalidad instalado es luego transportad.o hàcia un 

emplazamiento predeterminado del sustrato donde serØ implantado El dispositivo 

de instalación incluye tamblØn unos medios de. prensado del conjunto en el 

sustrato. .. 

Una ventaja de la invención consists on . evitar la realización de un rnódulo. 

intermedlo, gracias a que el conjunto electrônico es ensamblado por medio del 

dispositivo de instalación antes de su colocación sabre el sustrato. 



La invenciôn se refiere tarnbiØn a un objeto portØtil que incluye sobre toda, o parte 

de su estructura, un sustrato aislante en cuyo material se introduce al menos un 

chip electrónico que incluye una cara provista de al menos un contacto y dicha 

cara aflora a Ia superficie del sustrato, caracterizado porque al menos un 

segmento de pista conductora aplicado contra Ia superficie del sustrato estÆ 

conectado at contacto del chip. 

Descrjpciôn  de las figuras 

La invenciôn se puede comprende mejor gracias a Ia descripciôn detallada a 

continuación y que hace referencia a los dibujos anexos proporcionados a modo 

de ejemplo, que en ningcin caso son limitativos: 

- Ia figura I ilustra el estampado de los segmentos de pista a partir de una banda 

de material conductor y una vista esquemÆtica en transparencia desde arriba del 

dispositivo de instalación  que mantiene un chip y los segmentos de pista. 

- Ia figura 2 ilustra una vista ampliada en corte del conjunto electrónico constituido 

por el chip y los segmentos de pista. 

- Ia figura 3 muestra una vista desde arriba de una porciôn de sustrato en el que el 

conjunto ha sido colocado y conectado a unas pistas impresas. 

- Ia figura 4 muestra una vista ampliada en corte de Ia porciôn de sustrato de Ia 

figura 3 

- Ia figura 5 muestra una vista esquemÆtica desde abajo de Ia cabeza del 

dispositivo de instalación que mantiene los segmentos de pista y el chip. 

- Ia. figura 6 ilustra una modalidad donde los segmentos de pistas son estampados 

a partir de una banda conductora provista de zonas aislantes. 

- Ia figura 7 muestra una vista desde arriba de una porcion de sustrato sobre Ia 

cual los segmentos de pistas dot conjunto provistas de zonas aislantes cruzan yb 

se superponen a otras pistas del sustrato. 

- Ia figura 8 muestra una vista desde arriba de una porción de sustrato en Ia que 

los segmentos de pistas del conjunto de mayor longitud y provistas de zonas 

aislantes estÆn adheridas sobre el sustrato y cruzan las pistas. 
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- la figure 9 ilustra un corte ampliado de una porciOn de sustrato en la cual el 

conjunto ch Op- Imentos ha sido introducido en el sustrato. 

- la figure 10 ilustra un corte ampliado de una porcion de sustrato que cluye un 

alojamiento de dimensiones superiores a las del chip, el conjunt 6hip-se mentos 

es mantenido en el alojamiento gracias a un adhesivo que relle espaci s 

libres. 

- la figure 11 ilustra un corte ampliado de una porción de sustrato que incluye un 

alojamiento cuya profundidad es inferior a la altura del chip. La materia del 

sustrato rellena los espacios libres durante la introducciOn del conjunto chip-

segmentos en el alojamiento 

- la figure 12 ilustra un corte ampliado de una porción de sustrato formado por dos 

capas superpuestas, Ia cape superior incluye una yantana de dimensiones 

sustancialmente iguales a las del chip, y el conjunto t7oentos es introducido 

dentro de la ventana. 
/ 

* la figure 13 ilustra un corte ampliado de una porción de sustrato formado por dos 

capas superpuestas, la cape superior incluye una ventana de dimensiones 

superiores a las del chip, el conjunto chigmentos es mantenido en el 

alojamiento gracias a un adhesivo que rellena los espacios fibres. 

- la figure 14.ilustra un corte ampliado de. una porción de sustrato formado por dos 

capas superpuestas, la cape superior de espesor inferior a la altura del chip 

incluye una ventana. La materia de la cape inferior del sustrato rellena los 

espacios fibres durante la introducción del conjunto chgmentos en la ventana. 

- la figure 15 ilustra un corte ampliado de una porción de sustrato formado por dos 

capas superpuestas, la cape inferior incluye una ventana. El conjunto c. p-

segmentos es introducido en la cape superior enfrente de la ventana de la ca 

inferior. 

- la figure 16 ilustra el corte de la figure 15 con el conjunto ip-se 
rnento?aaN

introducido en la capa superior y la materia de esta ültima rellena Ia tana de  

cape inferior. 

- la figure 17 ilustra una pardOn de sustrato que incluye un conjunto ch 
-0 

segmentos con segmentos que cruzan las pistas conductoras pasando sobre los 

segmentos aislantes. 
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DescriDciôn detallada de la invención 

Segun el mØtodo de la invención, se instala cada conjunto electrónico antes de su 

colocación y conexión con otros elementos presentes sobre el sustrato. Se 

recortan unos segmentos (3, 3’) de pistas cuyo nümero corresponde en general at 

nümero de contactos (5, 5’) del chip (4) en una hoja (2) de material conductor y 

Østos son posteriormente ensamblados sobre estos contactos (5, 5’). 

La figura I muestra el ejemplo de un par de segmentos (3, 3’) de pista 

rectangulares dispuestos at tresbolillo y estampados en una hoja (2) o una banda 

de cobre procedente de un rodillo, por ejemplo. La herramienta de estampado (I) 

se emplea de abajo hacia arriba empujando los segmentos (3, 3’) que estÆn 

recortados hacia su superficie superior, para luego ser transferidos fÆcilmente 

sobre el dispositivo de instalación (6). Este ültimo estÆ dispuesto encima de la 

herramienta de estampado (I) y aspira los segmØntos (3, 3’) mantenlØndolos en la 

misma posiciOn que durante su estampado. Un chip (4) electrOnico es 

posteriormente tornado por el dispositivo de instalaciOn (6) que transporta los 

segmentos (3, 3’) de tal manera que sus contactos (5, 5’) toquen los extremos mÆs 

cercanos de cada segmento (3, 3’) en una zona central de la cabeza del 

dispositivo de instalaciôn (6). El chip (4) es mantenido tambiØn sobre el dispositivo 

por aspiración en un modo. similar a los segmentos de pista (3, 3’). 

El conjunto asi formado estâ soportado por el dispositivo de instalación (6), el cual 

es posteriormente colocado y prensado, por ejemplo en caliente, en un sustrato (7) 

por el mismo dispositivo. La superficie de contacto del conjunto que estÆ dirigida 

hacia arriba, aflora a la superficie del sustrato (7) como to muestra el corte de la 

figura 4 y los segmentos (3, 3’) de pista estÆn dispuestos en un piano contra la 

superficie del sustrato (7). 

Los extremos libres de los segmentos (3, 3’)eÆ onecoEr presi’ sobre 

unas 
termin�=breel

apropiadas, formadas por unas pistas (8, 8’) conductoras 

dispuestas ustrato (7), ver figura 3. 

En una etapa final del ensamblaje, una hoja aislante (9) de protección es 

laminada, segtn una tØcnica conocida, sobre toda o parte de la superficie del 

sustrato (7) asegurando una retenciOn mecÆnica final del conjunto electrOnico 

constituido por los segmentos (3, 3’) de pista y el chip (4) y en donde las 

conexiones elØctricas han sido realizadas anteriormente. 
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Este mØtodo de instalaciôn se aplica de manera ventajosa, par ejemplo, durante la 

fabricaciOn de transpondedores o de tarjetas chip sin contacto, en donde el 

conjunto electrónico es conectado, por ejemplo, a los extremos de una antena. 

La figura 2 muestra el carte de un conjunto constituido par un chip (4) que incluye 

dos contactos (5, 5’) provistos cada uno de una protuberancia. La conexiôn de los 

segmentos (3, 3’) de pista es efectuada par presión de manera que las 

protuberancias realizan un contacto elØctrico con el material conductor del 

segmento. Las protuberancias pueden tamblØn estar compuestas de un material 

conductor fusible a una temperatura relativamente poco elevada (aleación a base 

de estaæo, por ejemplo) para poder realizar la conexión de los segmentos de pista 

con la ayuda del dispositivo de instalación mediante un aporte de calor. 

Cuando el punto de fusiOn del material de las protuberancias es mÆs elevado, 

coma par ejemplo en el caso del oro, puntos de soldaduras suplementarias, par 

ejemplo por lÆser, ultrasonidos a tambiØn por termo-compresiOn, permiten 

asegurar un contacto elØctrico Optima. Estas operaciones de soldadura pueden ser 

efectuadas sea con el dispositivo de instalaciOn durante a despuØs de la 

introducción del conjunto electrOnico en el sustrato (7) es decir, durante una etapa 

suplementaria despuØs la instalaciOri del conjunto electrónico. Otra posibilidad 

consiste en emplear un dispositivo de soldadura separado del dispositivo de 

instalación para soldar, durante una etapa previa, Øl o los segmentos (3, 3’) 

conductores con los contactos (5, 5’) del chip (4) a temperatura elevada. El 

conjunto chip-segmentos es posteriormente transferido sobre el dispositivo de 

instalaciOn sobre el sustrato (7) para introducirlo a una temperatura mÆs baja y 

adaptada at reblandecimiento del sustrato, por ejemplo. Debido a la temperatura 

elevada del dispositivo de soldadura, la operación de colocaciOn se vuelve 

dificilmente realizable con un solo dispositivo que efectcia a la vez la soldadura y la 

colocaciOn sin deteriorar el sustrato. 

Segün una modalidad, la conexiOn de los segmentos (3, 3’) de pista sabre los 

contactos (5, 5’) del Chip (4) puede ser realizada mediante la aplicaciOn de un 

adhesivo conductor sobre estos.contactos (5, 5’) antes de la toma del chip (4) por 

el dispositivo de instalación (6). Otra posibilidad consiste en aplicar el pegamento 

conductor sabre el extremo de los segmentos (3, 3’) enfrente de los contactos (5, 

5’) del chip (4). Esta operación es ejecutada durante una etapa anterior a la 

transferencia del segmento (3, 3’) sabre el dispositivo de instalación (6) antes a 
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despuØs de su estampado. El pegamento puede ser aplicado tamblØn previamente 

en forma inactiva sobre la hoja conductora y ser activado posteriormente. El 

encolado de los contactos (5, 5’) del chip (4) con los segmentos (3, 3’) de pista es 

efetuado de este modo durante la toma del chip (4) por el dispositivo de 

instalaciôn (6), durante o despuØs de la etapa de introducción del conjunto chip-

segmentos en el sustrato (7). 

La figura 5 representa una vista esquemÆtica desde abajo de la cabeza del 

dispositivo de instalación (6) segün la invención, equipada con orificios (10, 10’, 

11) destinados a mantener por aspiración de aire (vacio) los diferentes elementos 

del conjunto electrônico. En una primera etapa, la aspiraciOn del aire por los 

orificios (10, 10’) permite recibir los segmentos (3, 3’) de pista sobre la herramienta 

de estampado (1) para mantenerlos en posiciôn. En una segunda etapa, el chip (4) 

es tornado desde un soporte adecuado tambiØn por aspiraciôn del aire a travØs de 

un orificio central (11). El conjunto .electrónico constituido de este modo y retenido 

por el dispositivo de instalaciOn es finalmente transportado hacia el emplazamiento 

previsto sobre el sustrato (7) y prensado en el material. La cabeza del dispositivo 

de instalaciôn (6) puede estar constituida por varias piezas ensambladas entre si 0 

por un solo bloque que sirve de soporte global a la herramienta de estampado, al 

sistema de aspiración de los segmentos, al chip, a los medios de soldadura etc., 

segün un ejemplo de configuración. 

La figura 6 muestra una modalidad en donde la banda conductora (2) en la que 

estÆn estampados los segmentos (3, 3’) de pista estÆ provista de zonas (12, 12’) 

aislantes aplicadas contra la cara inferior de la banda. Estas zonas (12, 12’) se 

disponen para formar una parte central aislada (13, 13’), sobre la cara destinada a 

ser aplicada contra el sustrato, de cada segmento estampado a partir de esta 

banda (2). Los extremos de los segmentos (3, 3’) son retirados de la zona aislante 

para asegurar las conexiones con el chip (4) y con las pistas o las zonas 

conductoras del sustrato (7) previstas para este propósito. Este aislamiento 

permite evitar cortocircuitos con las pistas (8, 8’) del sustrato (7), que los 

segmentos cruzan en ciertas configuraciones, tal y como lo ilustra la figura 7. 

SegUn una modalidad, las zonas aislantes sobre los segmentos pueden ser 

generadas a partir de segmentos aislantes obtenidos con un mØtodo similar al de 

de los segmentos conductores, pero a partir de una pelIcula aislante. Estos 

segmentos son transferidos sobre el dispositivo de instalaciôn y son mantenidos 



contra los segmentos de pista apropiados antes de la colocaciOn y de la 

introducciôn del conjunto en el sustrato. Esta modalidad permite obtener 

segmentos aislantes con una forma cualquiera y en particular, mÆs ancha que los 

segmentos conductores, con el fin de asegurar un mejor aislamierito par ejemplo 

ante un cruce de pistas (ver el ejemplo de la figura 17) 

Segin otra modalidad iJustrada por la figura 8, en caso de que los segmentos (3, 

3’) tengan una longitud mayor, la pelicula aislante de la banda conductora (2) 

puede incluir una capa de pegamento. Esta ültima, una vez activada, permite 

asegurar la retenciôn del segmenta sabre el sustrato cuando cruza varias pistas 

par ejemplo. La capa de pegamento tambiØn puede estar dispuesta sabre el 

sustrato (7) en vez de ser aplicada sobre la pelicula aislante. 

Durante la instalación del conjunto, los segmentos (3, 3’) son adheridos sabre el 

sustrato (7) por ejemplo, gracias a la activación par calentamiento local de la capa 

de pegamento del dispositivo de instalación (6) en los puntos (14, 14’) situados 

enfrente de la zona aislante. Estos puntos (14, 14’) estÆn situados preferiblemente 

fuera de las pistas del sustrato (7), lo que permite obtener un mejor encolado. 

SegUn una modalidad, las operaciones de estampado de los segmentos (3, 3’) de 

pistas conductoras y de colocaciOn del conjunto pueden ser efectuaclas por el 

mismo dispositivo. En este caso, la cabeza del dispositivo es completada con una 

estampa que sirve para realizar el carte de los segmentos de pistas (3, 3’). Un 

retiro de la estampa permite que los orificios (10, 10’) de aspiraciOn mantengan los 

\ segmentos (3, 3’) en la posición adecuada antes de la toma del chip (4). De 

/ 
acuerdo con lo anterior, se suprime la etapa de transferencia de los segmentos (3, (7 

/ 3’) de pistas de Ia herramienta de est do dTositivo de instalaciôn. 
/ 

Segin otra modalidad, las medios de toma y de retenciOn del chip comprenden 

unos elementas adhesivos que reemplazan Øl o los orificios (11) en la zona central 

del dispositivo de instalación (6). El chip (4) es por lo tanto adherido de manera 

temporal entre sus contactos f5, 5’) durante el transporte del conjunto electrOnico 

hacia su empIazamienfoobre . sustrato (7). Los elementos adhesivos poseen 

una fuerza de encolado mÆs dØbil que la de fijaciOn del chip (4) sabre el sustrato 

(7) para poder retirar el dispositivo de insta!aciOn (6) despuØs de la introducción 

del conjunto electrónico. El pegamento puede subsistir sobre el chip (4)despu6s 

de la instalaciôn con el objetivo de mejarar la disposición plana de  la superficie del 



conjunto electrônico  an caso de qua of chip 4) incluya contactos (5, 5’) con 

protuberancias. 

Se debe toner an cuenta qua as posible aæadir elementos adhesivos conductores 

segün el eje vertical (eje z) sobre el dispositivo de instalaciôn (6) enfrente de los 

contactos del chip (4). Estos pueden reemplazar los elementos adhesivos 0 Øl o 

los orificios de aspiraciôn (vaclo) de Is zona central, o bien completarlos. 

Segn una modalidad, Is cabeza del dispositivo de instalaciOn (6) puede 

comprender los medios de soldadura de los segmentos (3, 3’) de pistas sabre los 

contactos del chip (4). Estos medios de soldadura pueden estÆn constituidos por 

una fuente lØser o de ultrasonidos, o por uno o varios cuerpos de calentarniento. 

Estos son activados generatmente antes o durante Is colocaciOn, o durante o 

despuØs de Is introducclón del conjunto electrónico an el sustrato (7) con el fin de 

ejercer Is presión necesaria sobre los elementos a soldar. 

El mØtodo segcin Is invenciôn se aplica tambiØn a Is fabricación de etiquetas 

electrónicas 0 de transpondedores qua incluyen un sustrato no termofusible, as 

decr, qua no se derrite ni se rebtandece cuando aunienta Is temperatura. Este 

Ultimo puede estar constituido de un material a base de celulosa como el papal o 

el carton. En este caso, as preferible crear una cavidad an Is qua se colocarÆ el 

chip provisto con sus segmentos de pista. Se puede realizar Is cavidad por fresado 

o introducciOn de un punzOn despuØs del reblandecimiento previa del sustrato con 

Is ayuda de solventes, con a sin aumento de Ia temperatura. El conjunto 

electrónico tambiØn puede ser prensado an frlo o on caflente directamente an el 

material qua se deforms localmente o an una zona maleable, de manera qua 

absorbs of volumen del chip. El objetivo del mØtodo, como an of caso de sustratos 

termofusibles, as el de conservar una posiciôn precisa sin .huelgo,  as decir, sin 

posibilidad de movirniento del conjunto an el interior de Is cavidad. Por supuesto, 

dicha cavidad qua sirve de alojamiento para el chip tambiØn puede estar formada 

an un sustrato termofusible an el quo un calentamiento local puede facHitar Is 

introducciôn y Is  retenciOn del chip an el alojarniento. 

Las pruebas con ciertos sustratos no termofusibles han demostrado qua una 

introducciOn directs an caliente del conjunto puede provocar Is combustiOn del 

material del sustrato an el Iugar donde se encuentra el chip, creando de este modo 

Is cavidad. En este caso, Is formaciOn previa de esta iltirna ya no as necesaria. 
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Puede haber un nümero de modalidades del mØtodo ilustradas par las figuras 9 a 

14 en funciôn del material a de la estructura del sustrato o segin la herramienta 

disponible, es decir: 

- la figura 9 muestra la modalidad mÆs simple donde el conjunto chip-segmentos 

es introducido directamente en el material del sustrato (7) en caliente, o bien en 

frio con la ayuda de solventes. En ciertos casos, con elfin de facilitar la colocación 

del conjunto, se forma un alojamiento (15) en el sustrato (7) con unas dimensiones 

ligeramente inferiores o iguales a las del chip (4). La profundidad del alojamiento 

(15) corresponde sustancialmente al espesor del chip (4) de tal manera que la 

cara que incluye los segmentos (3, 3’) aflora a la superficie del sustrato (7). Este 

alojamiento (15) es creado preferibtemente durante una etapa previa a la 

colocación del conjunto chip-segmentos con el dispositivo de instalaciOn (6). Este 

ültimo introduce a descarga el conjunto en el alojamiento (15), en el que es 

mantenido gracias a (a similitud de las dimensiones del alojamiento (15) y del chip 

(4). Con el fin de reducir la presión de introducciOn, tambiØn es posible 

reblandecer localmente la periferia del alojamiento (15) con ayuda de solventes 

apropiados. 

la figura 10 muestra el caso en el que las dimensiones del alojamiento (15) son 

superiores a las del chip (4) con una profundidad que corresponde 

sustancialmente al espesor del chip (4). En este caso una sustancia 

preferiblemente adhesiva (16), como par ejemplo una resina termofusible, 

termoendurecible, o fotoendurecible con la luz ultravioleta o cualquier otro 

pegamento apropiado, es aplicada en el alojamiento (15). El dispositivo de 

instalación (6) introduce entonces el chip (4) en la sustancia adhesiva (16) que es 

distribuida y descargada en el espacio libre a 10 largo del contorno del chip (4). 

Este relleno permite la retención del conjunto chip-segmentos en una posiciôn 

estable, despuØs del endurecimiento de la sustancia adhesiva (16). 

- la figura 11 muestra el caso en el que (a profundidad del alojamiento (15) es 

inferior at espesor del chip (4) y con dimensiones superiores a las del chip (4). El 

dispositivo de instalación (6) introduce el chip de tal manera que (a cara del chip 

(4) que ((eva los segmentos (3, 3’) aflore a la superficie del sustrato (7). Con el fin 

de realizar (a nivelaciOn sin deformaciOn excesiva del sustrato (7), es posible 

reblandecer este ültimo (con solventes o por calentamiento) at nivel del 

alojamiento (15) permitiendo tambiØn una descarga (17) del material del sustrato 
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(7) en el espacio libre airededor del chip (4). El espacio que es rellenado de este 

modo mantiene la posiciôn del conjunto chip-segmentos en el alojamiento (15). 

- Esta modalidad del mØtodo puede ser combmnada con la precedente por adición 

de una sustancia adhesiva (16) en el alojamiento ilustrado por la figura 11 con el 

fin de completar el relleno del espacio en función de las dimensiones de este 

alojamiento (15) con respecto a las del chip (4). 

Las figuras 12 a 14 muestran una modalidad en la que el sustrato (7) estÆ formado 

por dos capas (7’, 7") superpuestas y colocadas una encima de la, otra. La capa 

superior (71) incluye una ventana (18), es decir una perforación a travØs de todo el 

espesor de esta capa (7’), La ventana (18) se obtiene generalmente por 

estampado de la capa superior (7’) del sustrato antes de (a colocaciOn de la capa 

inferior 

(7"). La cara inferior de la ventana (18) es cerrada por la capa inferior (7fl) 

del sustrato (7) para formar un alojamiento que sirve para mantener el chip (4) en 

una posición precisa. El laminado de las dos capas del sustrato se efectüa durante 

una etapa posterior despuØs de la colocaciôn del conjunto electrOnico en el 

alojamiento. 

- la figura 12 ilustra la modalidad en (a que las dimensiones de la ventana (18) son 

inferiores o iguales a las del chip (4) y el espesor de esta capa (7’) equivale a (a 

del chip (4). Como en la modalidad de la figura 9, el chip (4) es introducido en la 

ventana (18) y mantenido directamente por las paredes de la ventana (18). La cara 

del chip (4) que Ileva los segmentos (3, 3’) aflora a la superficie de la capa superior 

(7) del sustrato (7). 

- la figura 13 ilustra la modalidad en la que las dimensiones de Ia ventana (18) son 

mayores a las del chip (4) y el espesor de la capa superior (7) corresponde 

sustancialmente a las del chip (4). Como en la modalidad de la figura 10, una 

sustancia adhesiva (16) es aplicada en el alojamiento formado por la ventana (18) 

para rellenar el espacio airededor del chip (4) cuando Øste se encuentra dispuesto 

en la ventana (18) e introducido en la sustancia adhesiva (16). 

Las modalidades de las figuras 12 y 13, en las que el espesor del sustrato que 

incluye la ventana es similar al del chip, pueden presentarse tambiØn sin el 

sustrato inferior El chip es mantenido por los bordes de la ventana, o bien por una 

sustancia adhesiva que rellena el espacio entre los bordes de la ventana y el chip. 

Unas capas suplementarias de protecciön tamblØn pueden ser aæadidas al 
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sustrato durante etapas posteriores con elfin do cubrir una a las dos caras de la 

ventana. 

- la figura 14 ilustra la modalidad en la quo el espesor de la capa superior (7’) del 

sustrato es rnÆs reducido que el del chip (4) con las dimensiones do la ventana 

(18) mayores que las del chip (4). En este caso, como en la modalidad de la figura 

11, el chip (4) es introducido a travØs do la ventana (18) en la capa inferior (7") del 

sustrato (7) y el cual es reblandecido para descargar la materia (17) de esta capa 
(711) a Ia largo del contorno del chip (4). El espacio rellenado alrededor del chip do 

este modo (4) permite su retenciôn en la ventana (18). 

- Por analogia con las modalidades de las figuras 10 y 11, las modalidades de las 

figuras 13 y 14 pueden ser combinadas. Una sustancia adhesiva (16) puede ser 

aæadida en el alojamiento ilustrado par la figura 14 para completar el relleno del 

espacio libre alrededor del chip (4) en función de las dimensiones de Øste con 

respecto a las de la ventana (18). 

- las figuras 15 y 16 muestran dos modalidades con un sustrato (7) en dos capas y 

en donde la ventana (18) es recbrtada en la capa inferior (7") del sustrato (7). El 

conjunto chip (4) segmentos (3, 3’) es introducido en Ia capa superior (7’) enfrente 

de la ventana (18) de la capa inferior (7"), con el dispositivo de instalación (6). La 

presiOn ejercida por el dispositivo de instalaciOn (6) permite descargar la materia 

reblandecida de la capa superior (7’) en la ventana (18) coma Ia muestra la figura 

16. Los segmentos (3, 3’) afloran a Ia superficie de la capa superior (7) coma en 

las modalidades de las figuras 9 a 14. 

Las dimensiones de la ventana (18) y el espesor de las capas (7’, 7") del sustrato 

(7) son ademÆs determinadas por el volumen de material necesario para rellenar 

la ventana sin dejar aparecer, en la superficie del sustrato (7), una depresiôn a una 

protuberancia que pueda perjudicar la aplicaciôn del conjunto chip (4)-segmentos 

(3, 3’) integrado en el sustrato (7). 

La figura 17 muestra el ejemplo de una modalidad efectuada segün el mØtodo de 

la presente invenciôn. La porciôn de sustrato (7) incluye un chip (4) provisto de 

contactos (5, 5) conectados cada uno al extremo de un segmento (3, 3’) conductor. 

El otro extremo de cada segmento (3, 3’) conductor estÆ conectado a las pistas 

conductoras (21, 21’) dispuesto sabre el sustrato (7). El primer segmento (3’) 

procedente del chip cruza un conjunto de pistas conductoras (21) pasando sobre 
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un primer segmento aislante (20’). El segundo segmento conductor (3) del chip (4) 

estÆ conectado sobre un extremo de una pista (21’). La pista (21’) estÆ conectada 

a un tercer segmento (3") conductor que termina en una pista (21") distante, 

pasando sobre un segundo segmento aislante (20) cubriendo un conjunto de 

pistas (21). 

El mØtodo de colocación de los distintos elementos (segmentos conductores, 

aislantes y chip) se resume a continuaciOn: 

- estampado de los tres segmentos conductores (3’, 3") y toma por el dispositivo 

de instalación (6), 

- estampado de los dos segmentos aislantes (20’) y toma por el dispositivo de 

instalaciôn (6), 

- toma del chip (4) de manera que sus contactos (5, 5’) se encuentren enfrente de 

los extremos de los segmentos conductores (3, 3’) tornados previamente y a los 

que Østas se conectarÆn durante la etapa de introducción en el sustrato (7). 

- Colocaciôn en una posición predeterminada sobre et sustrato (7) e introducciOn 

de todos los elementos tornados de manera que la cara del chip que incluye los 

contactos, asI como los segmentos conductores y aislantes, afloren a la superficie 

del sustrato. 
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REMNtflCACJCNES 

1. MØtodo de colocaciôn sobre un soporte (7( de. al menos, un conjunto 

electrônico constituido por un chip (4) quo incluye,al meh’os1 un contacto elØctrico 

(5, 
5’Vo?

una de sus caras3l meno,un segmento (3,.3’) de pista conductora 

cone  dicho) al meno contacto elØctrico (5, 5’), caracterizado porque 

comprende los siguientes pas: 

- formaciOn del at menos un segmento (3, 3’) de pista conduc raque posee un 

contorno predeterminado, 

rh  del ali un segmento(3, 3’) de pista conductor9ei cliipconun 

dispositivo deinstalaciôn (6), 

- toma del chip (4) con el dispositivo de instalación (6) que Ileva el segmento (3, 3’) 

de pista de tal forma qua un extremo de dicho segmento pista se coloca 

enfr e de un contacto (5, 5’) del chip (4) o as aphcad sobreicho contacto (5, 

5’),

 

- colocacióri de dicho conjunto electrOnico etenido p0 dicho dispositivo de 

instalacion (6 an naPosIctonpr!JeterrnJnadarea Iva adlchoso e7), 

- presionar dicho conjunto Ole ctronico ndtcho soporte (7) 

2. MØtodo segin Ia reMndicación� 1, caracterizado porque Is toma de dicho at 

menos un segmento (3, 3’) por dicho dispositivo de instalacion (6). as 

dtemporalmente_difereja toma _de, dicho chip (4) por dicho dispositivo de 

instalación (6), el cual .detiene con medios de retención dicho chip 4) an una 

po&ciôn dada: y relativa a dicho at menos un segmento (3, 3’), hasta el peso de. 

presionar dicho conjunto an dicho soporte (7). 

3. MØtodo iegOn cuaiquiera do las rehndicacionØs I ó 2, caracterizado porque. 

durante 01 paso de toms, dicho al menos un segmento (3, 3’) estoo.rirny 
luego dicho chip (4) La cara del chip (4)  qua incluye dicho at menos un contacto 

(5, 5) irigido haci el dispositivo de tnstataciOn (6) do forma quo el extremo 
del segmento ,3’) se encuentra an frente del contacto (5, 5’) 

4 MØtodo segCin cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2, caracterizado porque la 

conextôn electrica entre of al menos un contacto (5, 5’) del chip (4) y dicho al 

R 

up ?, 41) .. ?Q/4’ 
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W. 

menos un segmento (3, 3’) estÆ asegurad  por el paso de presion de dicho Q 
conjunto electrónico en dicho soporte - S 

5. MØtodo segün cualquiera de las reivindicaciones 2, caracterizado porque 

una eración de soldadura del segmento (3, 31) obre el contacto (5, 5’) del chip 

6. MØtodo segün cualquiera de las reivindicaciones I O 2, car cteri ado porque 

qp2PIaCi6de’SPldadura del al menos un segmento (3, 3’ so,  

contacto (5, 5’) del chip (4) es lievada a cabo con Sun dispottivoIe-sdfur 

eparado del 

.’jiffoelectróico por dicho dispositivo de instalación (6) o despuØs del paso de 

presionar dicho conjunto electrónico en dicho soporte (7). 

7. MØtodo segün cualquiera de las reivindicaciones I ó 2, caracterizado 

porque incluye una etapa de aphcacOn de pegamento conductor (r. 
sobre OS 

contactos (5, 5’) del c anesdeliaedicfochip (4) por el dispositivo de 

instalaciOn (6). 

8. MØtodo segtn cualquiera de las reivindicaciones I ô 2, caracterizado porque 

incluye una etapa de aplicaciOn de pegamento conductor- obre e extremo di’  
cada seg to,3’)dispsopar ser aplicado contra un contacto (5, 5’) del / 

9.M6todo segUn la reivindicaciôn I, caracterizado porque o al ç dicho al  

segmento (3, 3’)define una antena. 

10. MØtodo segün  la reivindicación  9, caracterizado porque dicha ar1ter�Æ-
 

iaJsea por dos segmentos (3, 3’) conectados respectivamente a dos 

con tfos (5, 5’) de dicho chip (4), o por un bucle que tiene dos extremos 

conectados respectivamente a dos contactos (5, 5’) de dicho chip (4). 

\ II. MØtodo segün  la reivindicación 1, caracterizado porque el otro extremo del 

segmento (3, 3’) a una pista conductora 

çenho  soporte (7). 

12. MØtodo segn la reivindicación 1, caracterizado porque dicho al men 
. 

n 
55 

conductor escortado a partir e una hoja (2) de...natrial 

condWAko. 



I] 

13 MØtodo segun la retvtndtcación 1, caracterizado porque 4sunegment 

aislante (20, 20’) se obtiene a partir de una pelicula aislante y luego es aphoado 

contra dich.nosunsgmento. (3, 3’) de pista conductora; cada segmen,-’Z 9 aislante (20, 20’) rma u zona aislante (13,13’ sobre e segmento (3, 3’) de 

pista conductora I. c st. asociado. 

14. MØtodo segun la reivindicaciOn 1, caracterizado porquenosuegmento 

de pista conductora suplementario (3") tambiØn es tornado y colocado  dicho Iz�
soporte (7) por dicho dispositivo de instalaciÆn (6); dicho segmento suplemeritario 

(3") forma una conexión elØctrica entre la  prirnera pista (21) y la segunda pista 

\ 15 MØtodo segiin la reivindicaciOn 14, . caracterizado porque dicho segmento 

suplementario (3") cruzin conjunto dpistas co ra (21) y porqueun 

elemento aislante (20, 2 esta co igurado entre di ho conjunto de pistas 

conductoras (21) y dicho segmento supiemeritario (3"). ., 

16. MØtodo segin la reivindicacI6n 15, caracterizado porque dicho segmento 

aislante (20, 20) asocildo a dicho segmento suplementario (3") tambiØtv es 

doycópr  dicho dis% ------ --m�ZZO?positivo de instalacion (8). S - 

17. MØtodo segin la reivindicaciôn 1, caracterizado porque doconul1Q 

electrnico es integradoen .ditho so orte (7) de forma.tal que la superficlØ del chip 

(4) qua incluye los contactos (5, 5’) estncialmen n ivel con la superficie 

del soporte (7) y porque dicho at menos un segmento (3, 3’). as aplicado an contra" 

de Is superficie de soporte (7). 

18. MØtodo segün la reMndicación 17, caracterizado porque subsecuentemente a 

dicha integraclon de dicho conjunto electrØnico a dicho soporte (7), se agrega una 

hojaaisiante (9) de protecciôn sobre toda o sobre parte de dicha superficieç  

soporte (7). 

19.; MØtodo segün  la reiviridicaciôn 12,  caracterizado orquela hoja (2 de 

conductor incluye una pellcula aislante 12’) aplicada en contra de su cara 

inferior. 

20. MØtodo segin Ia reivindicaciôn 19, caracterizada porque a! segmento (3, 3’) es 

obtenido a partir de dicha haja (2) con el fin de incluir una zona aislante (13, 13’) 
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en la parts central de la cara inferior a ser aphcada contra ØI soporte (7); los 

extremos de dicho segmento (3, ) son Ii rados la zona aislante (13, 13’) 

21. MØtodo SegUn la reMndicaciôn 19 ó 20, caracterizado porque Ia pelicula 

aislante (12, 12’) acodhestvo  

22. MØtodo segtn la reMndlcaciôn 22, caracterizado pordig dura . 

del conjunto en el soporte (7), el dispositwo de instalación (6)cadchoaL_. 

menos Un segmento (3, 3’) en los puntos (14, 14’) qua 86 encuentran on frente de 
S. 

la zona aislante (13, 13’) permltiendo Ia activacin del adhesivo y la adhesion del 

segmento (3, 3’) en el soporte (7). 

23. MOtodo segin la reMndicaciOn 1, 

prelirninar de forma ’On en el soporte (7), de un alojamiento (15) pam ajustar el 

chip 4) el conjunto electrOnico. 

24. MØtodo segün  la reivindicaciOn 23 . n el qua. las dimØsioæes el 

alojamiento (15) equivalen a las del chip 4) y la profundidad de dicho . iento 

(15) corresponds sustanclalmente al espesor del chip (4), caraeterizado porque 

inóluye una etapa de reblandecimierito del sustrato (7) cerca de dicho alojamiento, 

(15) antes del paso de introducciOn del chip 4) en el alojamiento (15); y 

Is cara de dicho chip 4) qua Ileva los segmentos (3, 3’) ’estÆ sustancia1rnnte on el 

mismo nivel con respecto a la superficie del sustrato (7). 

25. MØtodo segin la reMndicación 23 en  of qua las dimensiones del 

alojamiento (1.5) son superiores a las del chip (4) .y la profundidad de dicho 

alojamiento (15) corresponds sustancialmØnte al espesor del chip 4), 

caracterizado porque: 

incluye una etapa de aplicaciOn de una sustancia adhesiva (16) en el alojamiento 

(15) antes de presionar chip 4) on dicho soporte (7); 

el espacio libre alrededor del chip 4) colocado an el alojarnlento (15) es Ilenado 

par la descarga de dicha sustancia (16); y 

la cara de dicho chip 4) que have los segmentos 3, 3’) estØ sustancialmente en el 

mismo nivel con respecto a Ia superficie del sustrato (7). 
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26. MØtodo segin la reivindicación 23 en el que las dimensiones del 

alojamiento (15) son superiores a las del chip (4) y la profundidad de dicho 

alojamiento (15) es inferior al espesor del chip (4), caracterizado porque: 

incluye una etapa de reblandecimiento del sustrato (7) cerca de dicho alojamiento 

(15) antes y/o durante el paso de introducción del chip (4) en el alojamiento (15); 

la cara de dicho chip (4) que Heva los segmentos (3, 3’) estÆ sustancialmente en el 

mismo nivel con respecto a la superficie del sustrato (7); y 

el espacio airededor del chip (4) colocado en el alojamiento (15) es lienado por la 

descarga (17) de la materia del sustrato (7). 

27. MØtodo segün la reivindicaciOn 26, caracterizado porque una sustancia 

adhesiva (16) es aplicada en el alojamiento (15) antes del paso de introducción del 

chip (4); dicha sustancia (16) completa el relleno del espacio airededor del chip 

(4) colocado en el alojamiento (15). 

28. MØtodo segün  la reivindicaciôn 1, caracterizado por el hecho de que 

comprende unas etapas preliminares de constitución de un sustrato (7) formado 

por la superposicion de al menos dos capas (7’, 7") una encima de la otra, y de 

formaciôn de una ventana (18) en la capa superior (7’), en donde la capa inferior 

(7") cierra la parte inferior de la ventana (18), y dicha ventana (18) constituye un 

algjamiento destinado a recibir el chip (4) del conjunto electrOnico. 

29. MØtodo segün  la reivindicación 28 en el que las dimensiones de la ventana 

(18) equivalen a las del chip (4) y el espesor de la capa superior (7’) del sustrato 

(7) corresponde sustancialmente al espesor del chip (4), caracterizado porque: 

incluye una etapa de reblandecimiento del sustrato (7) cerca de dicha ventana (18) 

antes y/o durante el paso de introducciôn del chip (4) en la ventana (18); y 

la cara de dicho chip (4) que Ileva los segmentos (3, 3’) estØ sustancialmente en el 

mismo nivel con respecto a la superficie del sustrato (7). 

30. MØtodo segcin la reivindicación 28 en el que las dimensiones de la ventana 

(18) son superiores a las del chip (4) y el espesor de la capa superior (7’) del 

sustrato (7) corresponde sensiblemente al espesor del chip (4), caracterizado 

porque: 
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incluye una etapa de apticaclón de  one sustancia adhesive (16) en el alojamiento 

formado por IIs ventana (18) precedente a Is introducciOn del chip 4) en dicha 

sustancia (16); 

el espacio libre airededor del chip (4) colocado en Ia ventana (18). es llenado por Is 

descarga (17) de dicha sustancia (1.6): y 

Is care de d.icho chip 4) que Have los segmentos (3, 3’) estÆ sustanciaimente an el 

rnisno nivel con respecto a Is superficie del sustrato (7). 

31. Mtodo segün Is reMndlcación 28 en of  que las dirnensiones de (a ventana 

(18) son superiores a las del chip 4) y el espesor de Is caps superior (7’) del. 

sustrato (7) es inferior al espesor del chip 4), ca racterizado porque: 

incluye una etapa de reblandecimiento del. sustrato (7) cerca de dicha ventana (18) 

antes y/o durante Is el peso de introduccion del chip (4) en el alojamiento formado 

por Is ventana (18); 

Ia care de dicho chip (4) que lieva los segmentos (3, 3’) estÆsustancialmente en el 

mismo nivel con respecto a Is superficie del sustrato (7); y 

of espaclo airededor del chip (4) colocado en Ia ventana (18) es Jienado por (a 

descarga (17) de (a materia de Ia caps inferior (7") del sustrato (7). 

32. MØtodo segün Ia. reMndicaciôn 31, caracterizado porque una sustancia 

adhesiva (16) es aplicada an el alojamiento formado por Ia ventana (18) antes del 

peso de introducción del chip (4), dicha sustancia (16) complete el relleno del 

espaclo alrededor del chip 4) colocado en dicho alojamiento. 

33.. MØtodo se ’On Ia reMndicaciôn 1, .caracterizado porque comprende unas 

etapas preliminares de constftución de un sustrato (7) formado por Ia 

superposiciOn de al menos dos capas (71, 7") una encima de Ia otra, .y de 

formación de una ventana (18) en Ia caps inferior (7’), on donde Ia caps superior 

71) cerra Ia ventana. (18), y el coæjunto electrÔnicb es intrbducido en . (a caps 

superior (7) enfrente de Ia ventana (18) de (a caps inferior (7") con el dispositivo 

do instalaciôn (6), y Ia presion ejercida por dicho dispositivo de instatación (6) 

descarga (a materia reblandecida de Ia caps superior (71) en Ia ventana (18), los 

segmentos (3, 3’) y el chip (4) del conjunto electronico afloran a Ia superficie de Ia 

capa superior (7) 
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34. Dispositivo de instalaciôn (6) destinado a colocar sobre un sustrato (7) un 

conjunto electrónico que incluye un chip (4) provisto de al menos un contacto (5, 

5’) elØctrico conectado a un segmento (3, 3’) de pista conductora, dicho dispositivo 

estando equipado con medios de posicionamiento para presionar el conjunto 

electrónico sobre dicho sustrato (7), caracterizado porque incluye una cabeza 

provista de medios de retenciôn de at menos un segmento (3, 3’) de pista 

conductora, en donde dichos medios de retenciOn son solidarios con los medios 

de toma y de retención de un chip (4) de tal manera que el segmento (3, 3’) de 

pista se conecta al menos con un contacto (5, 5’) del chip (4). 

35. Dispositivo segün Ia reivindicación 34, caracterizado porque los medics de 

retención del segmento de pista (3, 3’) estÆn constituidos por orificios(1O, 10’) de 

aspiraciOn de aire que crean un vaclo sobre una de (as caras del segmento (3, 3’) 

de pista para retener dicho segmento (3, 3’) sobre la cabeza de dicho dispositivo. 

36. Dispositivo segón  la reivindicación 35, caracterizado porque los medios de 

toma y de retenciOn del chip (4) comprenden al menos un orificio (11) de 

aspiraciôn de aire situado en una zona central de la cabeza de dicho dispositivo 

cerca de un extremo del segmento (3, 3’) de pista mantenido por los orificios (10, 

10’) correspond ientes. 

37. Dispositivo segün la  reivindicaciôn 34, caracterizado porque los medios de 

toma y de retenciôn del chip (4) comprenden unos elementos adhesivos. 

38. Dispositivo segcin la reivindicación 34, caracterizado porque la  cabeza 

incluye unos medios de soldadura del segmento (3, 3’) de pista conductora sobr 

contacto (5, 5’) del chip (4). 
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ella no tenga sustento descriptivo debido a quo, an dicho aparte, calificado an el 
traslado, no se divulga Jo relacionado an cliche reclamación, do la forma ahora 
presentada y qua amptia, injustificadamente, el Æmbito do la protecciOn; motivos por los 
quo va mÆs alla do Jo permitido por el articulo 34 Do ahi, resulta evidente quo las 
reivindicaciones dependientes no son aceptables puesto quo no dependen do una quo 
tenga sustento descriptivo an el documento inicial 

Por las razones precedentes NO se acepta el iiltimo pliego y, consecuenternente, las 
objeciones trasladadas an el primer oficlo, respecto al pliego, quedan vigentes. 
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A 10 anterior se puede agregar que, el nuevo pliego contiene una serie de falencias que 
afectan las disposiclones del articulo 30, como se ejemplifica en to siguiente: 

La reivindicaciOn I como ya se dijo NO tiene sufIciente sustento descriptivo y, no es 
clara porque, de un lado, no coincide ni con el titulo de la solicitud ni con el contenido 
de la descripciôn; y de otro lado, porque mezcla las caracteristica de soporte y el 
conjunto a unir con las supuestas etapas para su obtenciôn y agrega caracteristicas de 
los segmentos y del aparato usado para la union, lo quo en vez do dar claridad so la 
resta pues so mezclan caracteristicas que NO Se deben mezclar, dado quo un proceso 
no debe ser ni definido ni "aclarado" mediante las caracteristicas do un producto ni 
viceversa. 

Adicionatmente, en et preÆmbulo se agrega, injusttficadamente, una aclaraciOn do cOmo 
queda el objeto, el cual, eritra en contradicción con una do las supuestas etapas del 
mØtodo y, quo por demÆs, NO se describe do tat forma como ya so dijo, en: "... 
constituldo por un chip que incluye at menos un contacto elØctrico sobre una do sus 
caras... (3, 3’)... conectado a dicho contacto elØctrico (5, 5’)... formaciOn do, at 
menos Mn segmento (3 3’) ", por consiguiente, si el conjunto tiene un contacto por 
una de sus caras y et segmento do pista 5, 5’ estØ conectado at mismo &entonces por 
quØ et mØtodo empieza por formar of segmento si el ya estâ conectado?, por tales 
motivos, to afirmado nos resulta contradictorlo. 

En el segundo paso, se afirma que so "toma" un segmento de pista (3, 3’) y of chip, pero 
ni en las pÆginas 4 a 5, 9 a 10 de (a descripciOn original eso NO se describe asi, luego 
ía afirmaciOn NO es cierta. S 

3. Objeto do la tnvención 

Segün  la descripciOn, et objeto de la solicitud consiste en suministrar un mØtodo de fijar 
un conjunto etectrOnico a un substrato. 

Do otra parte, el pliego reivindica: un mØtodo do disposiciOn en un soporte (7) do por to 
menos un conjunto electrOnico que comprende un chip (4) quo incluye at menos un 
contacto elØctrico (5, 5’) sobre una do sus caras y at menos un segmento de pista 
conductora (3, 3’) conectada a dicho contacto elØctrico (5, 5’), relacionado en las 
reivindicaciones I a 34; y, un dispositivo de colocaciOn (6) destinado a colocar en un 
soporte (7) un conjunto etectrOnico quo incluye un chip (4) provisto de por to menos un 
contacto elØctrico (5, 5’) conectado a. un segmento do pista conductora, dicho 
dispositivo equipado con medios de posicionamiento y do introducción del conjunto 
electrónico en el soporte (7), relacionado en las reivindicaciones 35 a 39; objeto portÆtil 
que porta sobre toda o parte do estructura un soporte aislante (7) en cuya materia so 
sumerge, at menos, un chip electrOnico (4) con una cara provista de, at menos, un 
contacto (5, 5’) quo sobresate de la superficie del soporte (7), relacionado en las 
reivindicaciones 40 y41. 

Segtn la IPC la clasificaciOn del objeto reclamado es HOl L 43/04. 

4. De (a solicitud de Patente 

4.1 Descrición (artIculo 28 D. 486) 

a. El artIculo 27 do la DecisiOn 486 do la ComisiOn do la Comunidad Andina establece 
que: "el petitoriO ( ... ) d) el nombre do la invenciOn ( ... ) naturaleza de la invención". 
Asimismo, el articulo 6 del decreto .2591, sonata que: "el nombre de la invención de quo 
se trata en el articulo 27 literal d) ( ) deberÆ reftetar el ojeto y el campo industrial con 
et cual so relaciona Ia misma y ser cgncgrdante. con (a materia descrita v las 
reivindicaciones de la solicitud ( ... ) nombres de fantasia". (Subrayados fuera de texto). 

El nombre de la .invención o titulo no concuerda con las reivindicaciones. 
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b. La informaciôn de la nueva descripciôn no permite ni evafuar ni ejecutarla invención, 
en lo relativo al "dispositivo" de colocación. 

La nueva descripciOn continia presentando errores de transcripción, redacciôn y 
traducciön que inciden negativamente en la claridad de la exposición, para ilustrar 
nuestras afirmaciones a continuaciôn so suministra un par ejemplos do los defectos 
detectados, sin embargo, no se harÆ una lista detallada ya que seria una labor 
dispendiosa, fuera de nuestras funciones. 

En la pagina 8 parrafo 4 se menciona que: "... estÆn conectados oor presin sobre unas 
term inaciones. .. ", to cual es confuso porque, do un lado, si los extremos estÆn 
conectados, no puede haber ninguna acciôn ulterior porque ya so conectaron; y, do otro 
lado, es deseable so explique desde el punto de vista fisico como so realiza eso "sobre" 
unas terminaciones. 

En varios sitios del documento, particularmente . en la descripciôn do las figuras, se 
encuentra la expresiön "chip-segmentos", quo no es claro que quiere significar, pues el 
guiôn carece de algin significado. 

Por las razones anteriores, la descripciôn aportada no cumple las disposiciones del 

� 
articulo28. 

4.2 Reivindicaciones articuIo .300486) 

Las reivindicaciones 1, 35, 40 y sus dependientes son indefinidas porque no permiten 
establecer cuÆl es la contribución tØcnica del solicitante al arte; no tienen sustento 
descriptivo porque, de un lado, of mØtodo no so divulga en la secuencia retacionada en 
aquellas y, de otro lado, tampoco so divulga(n) la(s) forma(s) do ejecutar o fabricar el 
"dispositivo" do cotocacióri ni el objeto portÆtil sino quo solo se hace menciôn al proceso 
do armado do un conjunto electrOnico mediante el uso de alguno(s) componente(s) 
convencional(es) do un sistema de estampado, to quo no les da sustento descriptivo y 
no se permite. 

La reivindicación I no coincide ni con el tltUlo do la solicitud ni con el contenido do la 
descripcion pues en ningun lugar de esta ültima se habla de un mØtodo de disposicion 
en un soporte de un conjunto electrOnico, no tierie suficiente sustento descriptivo 
porque en ese aparte no so divulga quo: "...cporta un contacto sobre una do sus 
caras ", ni to relacionado a," la p,sta conductora conectada al contacto , la etapa 
djorrnaciôn...  ,teniendo? un contorno...", tampoco se habla do, "... una recoida..."; 
no es clara porque mezcla las caracteristica de soporte y el conjunto a unir con las 
supuestas etapas para su obtenciôn y agrega caracteristicas do los segmentos y del 
aparato usado para la union, 10 que en vez do dar claridad se Ia resta pues se mezclan 
caracteristicas quo NO se deben mezclar, dado que un proceso no debe ser ni definido 
ni "aclarado" mediante las caracteristicas do un producto ni viceversa. 

Las reivindicaciones 2 y 3 no tienen sustento descriptivo particularmente en cuanto a 
quo " dicha untroduccion es efectuada por presuon este coniunto siendo 
hundidp. matria", y, "... al menos un segmento (3, 3’)... es temporalmente distlntg do 
la recqQida. . nianteniendp... soporte (7)", respectivamente. 

Las reivindicaciones 4 a 24 no tienen enlace lOgico con las precedentes porque no 
aclaran (delimitan) alguna caracteristica del mØtodo incluida en ellas sino quo so 
desvlan a caracterlsticas del producto como la conexión elØctrica, la antena, los 
segmentos, etc. ya agregar etapas do "disposiciOn", la cual, carece do sustento 
descriptivo por tO ya explicado antes. 

Las reivindicaciones 25 a 34 amen de no tenor enlace lOgico con las precedentes 
puesto qua no aclaran (delimitan) una caracteristica del mØtodo ni tener sustento 
desriptivo, se salon del Æmbito de la solicitud puesto que hacen referenda a unas 
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dimensiones quo no son el objeto do Ia solicitud, ademÆs, agregan etapas con lo cual, 
so puede concluir quo la reivindicaciôn independiente NO define una solución general a 
un problema tØcnico. 

La reivindicaciOn 28 es igual a la 33 Jo cual afecta la concision del pliego. 

Las reivindicaciones 35 a 39 se redactaron en tØrminos del resultado a obtener, to cual, 
no so permite y no tienen suficiente sustento descriptivo porque este se basa en et usa 
do unos elementos para unir un conjunto y no en la forma de obtener la herramienta o 
do una función entre los componentes do ella. 

Las reivindicaciones 40 y41 se salen del Æmbito do la solicitud porque la misma NO se 
dirige a un objeto portÆtfl, coma so puede constatar con el titulo y la descripciOn, motivo 
par el quo se deben excluir, ademØs, porque van mÆs aIlÆ de lo permitido por el articulo 
34, ya quo, el pliego calificado to agrego el mandatario motu proprio y no durante el 
trÆmite de (a solicitud internacional. 

Por ültimo, como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede incluir solo una 
reivindicación independiente por cada categorla seguida, cada una de ellas, par una a 
mÆs dependientes; se puede admitir rnÆs de una independiente por cada categoria, 
siempre y cuando NO sea posible definir la soluciOn en una sola reivindicaciôn y quo se 
cumpla una do las condiciones siguientes: 

a. quo so trate de dos objetos concebidos uno en funciOn do otro, como una Have o una 
cerradura o un transmisor y un receptor. 

b que se retaclone a un compuesto activo y la preparaciOn o mezcla que Jo contenga. 

C. se refieran a dos procedimientos que, par caminos anÆlogos, permitan Ilegar at 
mismo producto final. 

Las reivindicaciones 1, 8, 9, 19 a 32 y 34 de mØtodo de disposiciôn do Un soporte NO 
cumplen ninguna do (as condiciones antes citadas, ademØs, se relacionan al mismo 
objeto y las diferencias entre unas y otras so limita a la definiOiOn de la materia que so 
trata de proteger y a algunos tØrminos alli incluidos, par estas razones el pliego no es 
conciso. 

AOn mÆs, el pliego como un todo carece do claridad debido a quo la pluralidad de 
reivindicaciones independientes hace dificif establecer la materia para la quo so busca 
protecciOn y coloca una carga indebida en la oficina para establecer el alcance do dicha 
protecciOn. 

Por to antes expuesto, se concluye quo las reivindicaciones calificadas no cumplen las 
disposiciones del articuto 30. 

5. Unidad do invención  art1cuIo 25 0486) 

La oficina considera quo el pliego do la solicitud comprende, al menos, tres grupos do 
reivindicaciones no enlazadas por un concepto comCin e inventivo, asi: 

Un primer grupo to integran las reivindicaciones I a 34 dirigidas a un mØtodo do 
disposición en un soporte (7) un conjunto electrOnico. 

El segundo grupo to conforman las reivindicaciones 35 a 39 enfocadas en un 
"dispositivo" de colocaciOn. 

El ültimo grupo son (as reivindicaciones 40 y41 referentes a un objeto portÆtil. 



5 0 
En consecuencia, el interesado deberÆ seæalar, explicitamente, quØ grupo de 
reivindicaciones deja en este expediente para su calificación definitiva; asimismo, 
deberÆ limitar Pa solicitud a una Unica invenciôn mediante el corte o la separaciôn 
correspondiente de Pa descripciOn, las reivindicaciones y los dibujos de la original o 
inicial. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina podrÆ hacerlo 
ünicamente para el primer grupo. 

Si el solicitante decide presentar una ,o mÆs divisionales, cada una de ellas deberØ 
separar o cortar de Pa original los componentes de cada solicitud, es decir, la 
descripción, las reivindicaciones y dibujos, de tat modo que cada divisional limite Pa 
materia a una iiflica invenciôn. 

6. Determinación dot estado do la tØcnica: 

La fecha para determinar el estado de la tØcnica es 01 de febrero de 2005. 

Consultadas las fuentes de información con que cuenta este despacho se encontraron 
los siguientes documentos anteriores a la fecha de prioridad invocada 01 02 2005, 
relacionados con la materia de Pa solicitud: 

No Documento Titulo Fecha de 
-. publicaciónPower

 
I JP 2001057408 

module and manufacture 
27 02 2001 thereof 

2 US 20031180986 
Semiconductor device manufacturing 

25 09 2003 method using ultrasonic flip chip 
bonding technique 

3 Er 0 694874 Method for implanting a micro-circuit 
31011996 on a smart and/or memory card body, 

and card comprising a micro circuit 
thus implanted 

4 FIR 
Fabrication method for portable objects 

31 1121999 incorporating electronic components, 
particularly non-contact smart cards  

5 US 20041194876 Method for connecting microchip 07 10 2004 
modules to antennas, which are placed 
on a first supporting strip, in order to 
produce a transponder 

7. Anhtisis do patentabilidad (articuto 14 D486) 

Nivel inventivo (artIculo 18 D486) 

La persona de nivef tØcrilco medlo enoargado de solucionar el problema planteado en el 
presente caso, es un ingeniero electrónico con experiencia en la fabricación de tarjetas 
con circuitos integrados, que conozca elproceso de fabricaciOn y el funcionamiento de 
dichos aparatos o, por to menos, que cuente con las condiciones necesarias para 
informarse acerca de esos principios al consultar la literatura tØcnica respectiva. 

El antecedente I (JP 2001057408) es el estado del arte mÆs cercano at objeto 
reivindicado, et cuat, (los posicionales que se colocan corresponden a ese documento) 
divulga un mØtodo de colocación en un soporte 405 de, por to menos, un conjunto 
electrónico compuesto por un circuito integrado Cl (chip) 403 que porta, al menos, un 
contacto elØctri.co por una de sus caras y al menos un segmento de pista conductora 
402 caracterizado porque consiste en las etapas de: formar (formaciôn) de, al menos, 
un segmento de pista conductora 402 (ver ltneas 35 a 39 col 8, flneas 4 a 5 columna 9, 
llneas 28 a 40 col 11) con un contorno predeterminado (ver figura 5A); cada segmento 



de pista se posiciona o apilca frente a uno de los contactos del Cl 403; cdlocar 
(colocación) de dicho conjunto electrOnico (402 y 403) en una posición deterrninada 
respecto al sustrato (405); insertar ("introducción") de dicho conjunto electrónico (402 y 
403) al sustrato (405) (ver figura 5D). 

El antecedente no divulga, el empleo de un dispositivo para agarrar (recogida) del 
conjunto electrónico (402 y 403) para formar el conjunto y que la inserôiôn del conjunto 
al sustrato se haga con dicho dispositivo. 

Sin embrago, Se trata de una tØcnica conocida en el arte, porque asI se puede ilustrar 
con (as enseæanzas del documento 2, que divulga un sistema para insertar (ensamblar) 
dispositivos a sustratos (15) (ver el extracto); dicho sistema usa un dispositivo de agarre 
(recogida) que agarra el segmento de pista y pegarlo a un Cl para formar un conjunto 
(ver figuras I y 2). 

A una persona de nivel tØcnico medio, at momento qua la invención fue hecha, le habria 
resultado obvio emplear el sistema (dispositivo) de inserciôn divulgado por el 
antecedente 2 para agarrar el segmento de pista y con el dispositivo sosteniendo el 
segmento tomar el Cl /chip (403) para formar el conjunto e insertarto al sustrato (405) 
con dicho dispositivo de agarre (15) en el mØtodo divulgado por el antecedente I para 
reducir los costos de ensamble por reducciOn del tiempo de procesamiento de un 
proceso automatizado; par consiguinte, la reivindicaciôn 1 no tiene nivel inventivo. 

Respecto a las reivindicaciones dependientes no solo quedan sin sustento al no 
depender de una con nivel inventivo sino qua to que relacionan son caracteristicas que 
se derivarian de forma evidente o de los antecedentes a de los conocimientos comunes 
en la tØcnica; por este motivo se considera que to solicitado no tiene nivel inventivo. 

8. Respuesta a los argumentos del soticitante: 

1) En el memorial de respuØsta la apoderada hace menciôn at Qoncepto tØcnico puesto 
en conôcimiento del solicitante y declara qua allega una nueva descripción y nuevo 
pllego como respuesta a las objeciones planteadas en ese acto, oficlo No 12.912 
notificado en la Iista del 04 de diciembre de 2009. 

La nueva descripción se acepta, excepto por to cuestionado arriba en 4.1.. El nuevo 
pliego, no se aceptO por to explicado arriba en 2. 

2) Respecto a los demÆs alegatos de la respuesta, de un lado, dado qua no se puede 
aceptar Øl pHego modificado, no tiene mucho sentido discutir to arguido. De otro lado, se 
decidlO calificar at nivel inventivo y aparecieron algunas inconsistencias que no se 
tuvieron en cuenta, por ello, se decidió hacer este iltimO trastàdo. 

9. Conclusion: 

Los .requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran .afectados asi: 

No. Documento ReivindicaciOn(es) 
Afectada(s) 

Requisito 
qua 
afecta 

I JP2001057408; ver lineasl9a 1a41 Nivel 
32 col 4; Ilneas I a 5 cal 5; inventivo 
lmneas 55 a 58 cot 6; figuras 14 
a 17.  

2 US 20031180986; ver lineas 12 1 a 41 Nivel 
a 27 cot 15; figula 25. inventivo 
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3 EP 0694871; verde lines 25 1 a41 Estado del 
cot 3 a lines 2 cot 5; figuras I a arte 
5.  

4 FIR 2780534;lineas7a34 1a41 Estado del 
pàgina 4; fiura 3.  arte 

-: 

5 US 2004/194876; ver el I a 41 Estado del 
extracto; reivindicación I; arte 
figural.  

El solicitante, de un (ado, deberà replantear Is solicitud de forma que se subsanen las 
objeciones, pero es importante, que recuerde y tenga Mu v en cuenta que el 
reptanteamiento de esos apartes NO podra, en ning(in caso, imptcar Una ampliaclon de 
Is proteccion que crresponderia a Ia divulaaciOn cqnenida en 11 solicitud inicial, do 
acuerdo a Jo que establece et articuto 34 de Is Decision 486. 

De otro lado, deberØ indicar en que parte(s) de Is descripciOn original hay sustento pars 
to que se presente, con elfin de facilitar el examen subsiguiente. 

En cumplimiento del articulo 45 de la DecisiOn 486 de Is ComisiOn de Is Comunidad 
Andina, se to indica quo debe dar respuesta dentro del tØrmino do _60� dlas contados a 
partir de Is fecha de notificaciOn do Is presente comunicaciOn. En caso de no dar 
respuesta at presente requerimiento, o si a pesar de (a respuesta subsistieran los 
impedimentos para Is concesiOn, so denegara Is patente. 

Notifiquese el presente oficio confornie a Jo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del 
capltulo quinto del titulo primeje’e Is Circular Urilca N° 10 de 2001. 

ALIX CARMEA CESPEDES DE VERGEL 
Directors do D(uevas Creaciones (C) 

El anterior requerimiento fue notificado por fijaciOn en lists, de fecha 

CONCEPTO TECNICO No. 1.877 EXAMINADOR TECNICO 
COdigo No.202004 

Nota: La apoderada puede obtener copia do (as anterioridades por Internet, per 
ejemplo, en Is direcciOn http/fep.eacnet.com o hp:/Jb.espacenet.corn o similares. 


